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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 焊盘

1） 内层非功能焊盘可直接删除，无需确认

2） 非金属化孔所有层的焊盘都需要删除。
2. 阻焊

1）不允许阻焊入孔
3. 表面处理

1） 沉金：金厚最小0.05μm，镍厚3-6μm

2） 镀金手指：金手指金厚最小0.762μm，镍厚最小1.27μm

4. 外形

1） 导体到板边的距离最小10mil
5. 电测

导通电阻：10Ω；绝缘电阻：10MΩ
预审部分： 
CAM部分： 
